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Abstract (en)
A connection of highly wear-resistant plates, especially ceramic plates, to a beam to be protected from wear is known, a material being embedded
between two soldering foils and a firm connection between the ceramic plate and the support being produced by heating the soldering foils and the
material. A further improvement of this firm connection of ceramic mouldings to metals is achieved according to the invention by the fact that the
material used is one which accommodates thermal expansion, is elastic and is refractory and that the thermal connection of the ceramic moulding to
the metal and/or metallic support is effected by casting molten metal around the moulding. A metal-ceramic connection of this kind is distinguished in
particular by the fact that it can be exposed to high alternating thermal stresses without impairment of stability. <IMAGE>

Abstract (de)
Es ist eine Verbindung von hochverschleißfesten Platten, insbesondere Keramikplatten, mit einem vor Verschleiß zu schützendem Träger bekannt,
gemäß der ein Werkstoff zwischen zwei Lötfolien eingebettet und durch Erhitzen der Lötfolien und des Werkstoffes eine feste Verbindung zwischen
der Keramikplatte und dem Träger hergestellt wird. Eine weitere Verbesserung dieser festen Verbindung von keramischen Formteilen mit Metallen
wird gemäß der Erfindung dadurch erreicht, daß als Werkstoff ein Wärmedehnung aufnehmendes, elastisches, feuerfestes Material verwendet
wird, und daß die thermische Verbindung des keramischen Formteils mit dem Metall und/oder metallischen Träger durch Umgießen von flüssigem
Metall erfolgt. Eine derartige Metall-Keramik-Verbindung zeichnet sich besonders dadurch aus, daß sie ohne Beeinträchtigung der Stabilität hohen
Temperaturwechselbeanspruchungen ausgesetzt werden kann.
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